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Noty wyjasniajace przyjete zgodnie z procedura okreSlong w art. 10 ust. 1 rozporzadzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspolnej Taryfy Celnej (')

W Notach wyjasniajacych do Nomenklatury Scalonej Wspdlnot Europejskich (2) wprowadza si¢ nastgpujace
zmiany:

Na stronie 9 istniejgcym pod tekstem wstawia sig nastgpujgcy tekst:
,G. Bezclowe traktowanie wielochipowych ukadéw scalonych (MCP)

Wielochipowe uklady scalone skladajace si¢ z dwoch lub wigcej zespolonych monolitycznych ukladow
scalonych, polaczonych niepodzielnie pod kazdym wzgledem, nawet na jednym lub wigcej podtozu izola-
cyjnym, z ramkami wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez zadnych innych czynnych lub biernych
elementéw ukladu.

Wielochipowe uklady scalone na ogét wystepuja w nastepujacych konfiguracjach:
— dwa lub wigcej monolityczne ukfady scalone zamontowane obok siebie;
— dwa lub wigcej monolityczne uklady scalone umieszczone jeden na drugim;

— kombinacje powyzszych konfiguracji skladajace si¢ z trzech lub wigcej monolitycznych ukladéw scalo-
nych.

Te monolityczne uklady scalone sa polaczone i zespolone w jedng calo§¢ i moga by¢ pakowane w
obudowe lub w inny sposdb. Sg one polgczone niepodzielnie pod kazdym wzgledem, tj., mimo ze niektére
z elementéw moglyby by¢ usunigte i zastgpione innymi, to byloby zadanie dlugotrwale i delikatne,
nieoplacalne w normalnych warunkach produkcyjnych.

Podloza izolacyjne wielochipowych ukladéw scalonych moga zawieraé obszary przewodzace. Obszary te
moga by¢ utworzone ze SciSle okreslonych materialéw lub uformowane w specyficzne ksztalty, w celu
zapewnienia funkcji biernych za pomocg $rodkéw innych niz dyskretne elementy uktadu. Gdy w podlozu
sg obecne obszary przewodzace, stuzg one jako Srodki, za pomocg ktérych monolityczne uklady scalone sa
wzajemnie polaczone. Podloza te moga by¢ réwniez okreslane jako »wstawki« lub »przektadkic, gdy umie-
szczone s3 ponad najnizej polozonym chipem lub plytka pétprzewodnikowa.

Monolityczne uklady scalone s3 wzajemnie polaczone za pomocy réznorodnych srodkéw, takich jak
spoiwa, zfacza przewodowe lub technologie przerzutnika (tzw. technologia »flip-chipe).

Wielochipowe uklady scalone klasyfikuje si¢ nastepujgco:

i) Wielochipowe uklady scalone, ktére stanowia kompletng maszyne lub kompletne urzadzenie (lub
maszyne lub urzadzenie klasyfikowane jako kompletne) — do pozycji odpowiedniej dla tej maszyny
lub tego urzadzenia;

ii) Pozostale wielochipowe uklady scalone — zgodnie z postanowieniami w sprawie klasyfikacji czesci
maszyn (w szczeg6lnosci, uwaga 2 (b) i 2 (c) do sekcji XVI).

Wylacznie wielochipowe uklady scalone, ktére klasyfikowane sg do pozycji: 8418, 8422, 8450, 8466,
8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548,
8708, 9009, 9026, 9031 i 9504 kwalifikuja si¢ do tej ulgi celnej.”

(") Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporzadzenie ostatnio zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 996/2006, (Dz.U. L
179 z 1.7.2000, str. 26).
() Dz.U.C 50 z 28.2.2006, str. 1.
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Na stronie 344:

8542 Uklady scalone i mikroasemblery, elektroniczne
Pod tekstem istniejacym wstawi¢ nastepujacy tekst:

,Niniejsza pozycja nie obejmuje wielochipowych ukladéw scalonych (MCP) skladajacych si¢ z
dwoch lub wiecej zespolonych monolitycznych ukladéw scalonych polaczonych niepodzielnie
pod kazdym wzgledem, nawet na jednym lub jednym lub wigcej podtozu izolacyjnym, z ramkami
wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez zadnych innych czynnych lub biernych elementéw ukladu
[patrz takze Noty wyjasniajace do Sekcji II — Przepisy szczegdlne, G. »Bezclowe traktowanie
wielochipowych ukladéw scalonych (MCP)].«”



